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, electrode position. 

^ [Fortsetzung auf der ndchsten Seite] 



WO 2004/055245 A2 IIIillllDllOIIIIIIlllIlllllIDlllIII 



Zur Erkldrung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Ab- 
kurzungen wird auf die Erlddrungen ("Guidance Notes on Co- 
des and Abbreviations") am Anfang jeder regul&ren Ausgabe der 
PCT -Gazette verwiesen. 



(57) Zusammenfassung: Bisherige elektrolytische Abscheidungsverfahren konnen keine Legierungen nur schlecht aus den Be- 
standteilen auf ein Substrat abscheiden. Das erfindungsgemaBe Verfahren ermoglicht das Abscheiden einer Legierungsschicht auf 
ein Substrat (13) durch das Pulsen des zum elektrolytischen Abscheiden verwendeten Stroms/Spannung. 



